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前　　言
众所周知，我国信息产业发展非常迅速，现已跃居我国国民经

济第一大支柱产业，而印制电路又是信息产业的一个重要组成部
分，目前我国的印制板产量产值已跃居世界第二位，且有望在不久
的将来成为世界之首。

近年来，电子电路设计、制造、组装、检测工艺技术可谓日新
月异，随之而来的是有关印制电路本身及其外围技术的新词汇、新
术语大量涌现。另一方面，国外众多电子制造厂商的纷纷登陆，在
电子制造行业形成群雄竞逐、百舸争流的局面，这都促使行业间信
息传递、技术交流和商务往来日趋频繁，能有一个相对统一规范的
术语标准显得越发重要。而我国目前尚无由正规出版社出版的有关
印制电路技术的专业辞书，只是由中国印制电路行业协会牵头出版
了几本印制电路词汇，但由于其发行量和收词量都受到一定限制，
尚不能满足实际应用的需要，有必要编纂一本收词量大，且内容新
颖的专业辞书。正是基于这一考虑，我们在化学工业出版社和中国
印制电路行业协会的大力支持下，经过长期积累和广泛搜集，汇集
编纂了这本 《英汉印制电路技术辞典》。

本辞典以印制电路专业技术人员、翻译人员及从事相关管理和
销售工作的人员为主要对象。收编内容涉及印制电路制造工艺与材
料、印制电路设计技术与设备、微电子技术及其互连组装工艺、薄
膜成型及印刷技术、照相制版技术、生物化工技术和环境保护与三
废处理技术等多个技术领域。同时，辞典还收录了大量有关印制电
路的英语缩略语及相关网址，供读者查阅使用。

在本辞典编纂过程中，主要参照了日本印制电路学会最新出版
的专业辞书 《印制电路用语》、 《印制电路技术便览》；我国台湾电
路板协会发行的２０００版 《电路板术语手册》及中国印制电路行业



协会２００１年出版的 《ＩＥＣ６０１９４印制板设计、制造与组装术语与定
义》。同时，还结合了国内多本印制电路方面的辞语汇编，尽可能
对近几年新出现的有关印制电路技术方面的词条、术语进行全面搜
集和准确释义，以突出全、新、准的特色，力求做到收词广泛，内
容新颖，释义准确，方便实用。但由于作者水平有限，加之时间仓
促，在编纂过程中难免有疏漏或用词释义不够确切之处，敬请广大
读者批评指正。

《英汉印制电路技术辞典》编委会

２００７年６月



使　用　说　明

１本辞典词条按英文字母顺序 （不分大小写）排序，但括号中
的英文字母不参加排序。

２词条中所有字符 （如空格、连字符、斜杠等）均按逗号
（，）、空格、连字符 （）、斜杠 （／）的顺序参加排序。

３缩语、略语与普通术语一样，统一按字母顺序排序。

４以数字、符号开头的词条另立一个 （数字）部，排于所有英
文词部之后。

５除上述４的情况之外，若词条中含有数字 （如Ｔ１、Ｔ２等），
则按数字大小排序。

６词条中译名若有多个意义，则意义相同或相近的，用逗号
（，）隔开；意义不同的，用分号 （；）隔开。

７组合术语有的直接连成一体，有的用空格隔开或用连字符相
连。读者如按后两种组合查不到时，可按第一种组合查找。

８词条译名中的圆括号 （）表示其中的字或词可替换其左边的
字或词，例如： “引线 （脚）”既可译为 “引线”，也可译为 “引
脚”。而释义中圆括号 （）中的内容多为解释或注释，其中内容可
有可无。

９词条中除正常解释外，还有 “同”、 “见”、 “参见”ＸＸ词
条，这些词条可在本辞典中找到相应的解释。

１０本辞典的中文索引按词条第一个字的拼音首字母顺序排列。
词条以英文字母打头的 （如Ｑ值、ＣＣＩＬ制度），按第一个中文字拼
音首字母排序。
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Ａ
ＡＡＡＤ 组装设计自动化
　见ａｓｓｅｍｂｌｙａｉｄｅｄａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌｄｅ
ｓｉｇｎ。
ＡＡＰ 面积阵列封装（元件）
　见ａｒｅａａｒｒａｙｐａｃｋａｇｅ。
ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ 像差
　在光学系统中，图像的任何系统性
畸变都是由系统中的光学元件引起
的，如透镜、棱镜或反向镜，都有可能
引起失真。
ａｂｉｅｔｉｃａｃｉｄ 松脂酸
　天然松香的主要成分，其重量比约
占３４％。在焊接的高温下，该酸能将
铜面的轻微氧化物或钝化物予以溶
除，使得清洁铜面可与溶锡产生一薄
层“界面合金化合物”而完成焊接。松
脂酸在常温中很稳定，不会腐蚀金属。
ａｂｒａｓｉｏｎｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ 耐摩擦性
　即印制板或其构成材料耐受机械摩
擦的性能。当受到摩擦时，物质表面
产生磨损，但其性能和特征并不因此
而发生大的变质。
ａｂｒａｓｉｖｅｓ 磨料，刷材
　对板面进行清洁前处理而磨刷铜箔
面所用到的各种材料，如聚合物不织布
或不织布掺加金刚砂，或其砂料的各种
刷材，以及浮石粉等。不过，这种掺和
包夹砂质的刷材，其粉体经常会附着在
铜箔面上，进而造成后续光阻层或电镀
层的附着力与焊锡性出现问题。
ａｂｒａｓｉｖｅｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ 磨蚀液
　超声加工过程中所必须添加的一种
伴用材料。它是某种磨料（例如碳化
硅、碳化硼、金刚砂等）与某种液体（例
如水）的一种悬浮液。在超声加工中，

磨蚀液起着传递超声振动冲击工件、
排除磨蚀产物及冷却工具头和工件等
作用。
ａｂｒａｓｉｖｅｔｒｉｍｍｉｎｇ 磨削修整
　用精密调节的磨削材料射流，对膜
状元件表面进行刻槽以调整其电
阻值。
ａｂｒｕｐｔｐｎｊｕｎｃｔｉｏｎ 突变狆狀结
　在一块半导体单晶材料中的ｐ型区
和ｎ型区的交界处，由ｐ型材料向ｎ
型材料的转变，它实际上是不连续的。
ａｂｓｏｌｕｔｅｄｅｖｉａｔｉｏｎ 绝对差
　一个实验值和定量测定的实际值或
最佳值之间的数值差。
ａｂｓｏｌｕｔｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｃａｌｅ 绝对温
度标度
　一种温度的标度数。它的零点是绝
对零度，它与百分标度相对比，以°Ｔ
或°Ｋ来表示。也叫做开尔文温度标
度（Ｋｅｌｖｉｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｃａｌｅ）。
ａｂｓｏｌｕｔｅｚｅｒｏ 绝对零度
　在 绝 对 温 度 标 度 上 的 零 点，即
－２７３２℃。
ａｂｓｔｒａｃｔｉｏｎ 提取，抽取
　从一化合物中除去一原子或电子。
ＡＣ 交流电
　ＡＣ是ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔ的缩写。
指电流随时间变化，其波形呈现正弦、
矩形及三角形，通常用于每一秒均多
次变换极性的电源。
ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄａｇｉｎｇ 加速老化
　以人工方法加速呈现自然老化所引
起的变质。参见ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇｔｅｓｔ（加
速试验）。
ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄｏｘｉｄａｔｉｏｎ 加速氧化
　由一定的工艺条件来加速氧化，通
过氧化层的扩散而在硅表面上形成新
的氧化物的速率。是一种硅表面的氧
化技术。

１ ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ
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ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇｔｅｓｔ 加速试验
　在短时间内对电子产品的寿命、故
障率和劣化原因所进行的加速试验。
具体包括有热冲击试验、高温加热、振
动和耐气候试验等。
ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ 加速反应，速化
　通常是指在化学反应中，添加某些
物质而使反应加快之现象。印制电路
生产中，指化学沉铜前先剥去所吸附
胶体钯的外层，使露出钯离子以便与
铜离子直接接触的过程。
ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎａｇｅｎｔ 增速剂
　在化学反应中，能促进反应加快的
添加剂。
ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ 催速剂
　用来加速反应或固化的化学制品。
例如，用环烷酸钴来加速某些聚酯树
脂的反应。经常将它和催化剂、硬化
剂或者固化剂一起使用。参见ｐｒｏ
ｍｏｔｅｒ（促进剂）。
ａｃｃｅｐｔａｂｉｌｉｔｙ 允收性
　在对半成品或成品进行检验时，所
应遵守的各种作业条件及成文准则或
尺度。
ａｃｃｅｐｔａｂｌｅｑｕａｌｉｔｙｌｅｖｅｌ（ＡＱＬ） 可接
收质量等级
　被验批在抽检时，认为能满足工程
要求的“不良率上限”，或指百分缺点
数的上限。ＡＱＬ并非为保护某特别
批而设，而是针对连续批品质所定的
保证。
ａｃｃｅｐｔａｎｃｅｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ 验收检查
　采购原材料、元器件等的购入标准
必须是确认为合格品，但合格与否必
须进行特性检查，按条文规定数量进
行抽查或全数检查，确认购入物品符
合规定文件后，方可验收入库存。
ａｃｃｅｐｔａｎｃｅｔｅｓｔｓ 验收试验
　由供需双方同意，用于确定产品是

否合格所必需的试验。
ａｃｃｅｓｓｈｏｌｅ 余隙孔
　多层板的逐连层间开的一连串的
孔，各孔的中心都在同一个轴上。有
了这些孔，就可以接触到多层板中某
一层的连接盘表面。

余隙孔示意图
　

ａｃｃｅｓｓｏｒｙ 附件
　不需要重新设计或修改设备就能提
高设备性能的附加部分。
ａｃｃｏｒｄｉｏｎｃｏｎｔａｃｔ 折叠式接触件
　由扁平弹簧折成Ｚ形所构成的引
脚接触件，这种接触件允许有大的挠
曲也不致应力过高。
ａｃｃｕｒａｃｙ 精确度
　实验值与被测量的实际值或最佳值
的接近程度。
ＡＣＦＣ 单向导电膜安装，各向异性
导电膜连接
　见ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅｆｉｌｍｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ。
ａｃｉｄｃｏｐｐｅｒｐｌａｔｉｎｇ 酸性电镀铜
　现行的电镀铜工艺均采用１０％硫
酸加上７０ｇ／ＬＣｕＳＯ４ 的基本配方（酸
铜比为１０／１），其结晶几乎呈现不规
则的非结晶状，其物理特性比早期的
焦磷酸铜的片状结晶要好得多。
ａｃｉｄｃｏｒｅｓｏｌｄｅｒ 酸性芯焊料
　焊丝内部自身含有酸性助焊剂的线
状焊料。
ａｃｉｄｄｉｐ 浸酸
　电路板铜箔面或金属物件进行各种

２ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇ
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表面处理前，常需浸酸以清除氧化物、
促进表面活化，避免后续处理时皮膜
的脱落。
ａｃｉｄｆｌｕｘ 酸性助焊剂
　一种酸与无机、有机或水溶性助焊
剂的溶液。参见ｉｎｏｒｇａｎｉｃｆｌｕｘ（无机
助焊剂）和ｗａｔｅｒｓｏｌｕｂｌｅｆｌｕｘ（水溶性
助焊剂）。
ａｃｉｄｉｃｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ 酸性物质
　酸性物质是溶于水时能够电解释放
出氢离子的物质的总称，它分为酸及
酸性盐。其中，酸又分为强酸和弱酸，
强酸有硫酸、硝酸、盐酸等，弱酸包括
碳酸、亚硫酸和甲酸等；酸性盐是指硫
化氢氨等可释放出氢离子的盐。
ａｃｉｄｎｕｍｂｅｒ 酸值
　指１ｇ的油脂或助焊剂中所含的游
离酸量。其测法是将试样溶于热酒精
中，以酚酞为指示剂，进行滴定时所需
氢氧化钾的毫克数，即为其酸值。
ａｃｉｄｖａｌｕｅ 酸度
　参见ａｃｉｄｎｕｍｂｅｒ（酸值）。
ＡＣｉｍｐｅｄａｎｃｅ 交流阻抗
　交流电中综合电阻、容抗及感抗而
构成的交流“电阻”，简称阻抗。
ａｃｏｕｓｔｉｃｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（ＡＭ） 感音成像
显微镜
　利用频率在１０～１００ＭＨｚ的超声
波，以水为能量传送的媒体，对精细电
子密封产品进行非破坏性品检的一种
技术。目前，此技术已有激光扫描式
（ＳＬＡＭ）与 Ｃ 模 式 扫 描 （ＣＳＡＭ）
两种。
ａｃｏｕｓｔｉｃｏｐｔｉｃａｌｍｏｄｕｌａｔｏｒ（ＡＯＭ） 激
光光路开关
　激光绘图机在制作照相原版的作业
中，用于开闭激光光路的装置。
ＡＣｐｌａｓｍａｄｉｓｐｌａｙｓｔｒｕｃｔｕｒｅ 交流等
离子体显示结构

　交流等离子体显示板的一种基本结
构。如两块经研磨的玻璃板上用丝印
法或光刻法制成电极，再敷上介质层
及保护层，两板相距１５０μｍ左右，电
极面相对，条状电极在空间正交。板
的四周用低熔点玻璃粉密封后，充入
氖氩混合气体。
ＡＣｐｏｌａｒｏｇｒａｐｈｙ 交流极谱法
　一种极谱法。此方法将小量交流电
位重叠于加给的正常直流电位，并测
量其产生电流的交流组分。
ａｃｒｙｌｉｃ 亚克力
　聚丙烯酸树脂的俗称，是一种可感
光的树脂类，通常干膜或湿膜等感光
阻剂中，均采用此种成分。
ａｃｒｙｌｉｃｅｐｏｘｙｔｙｐｅｒｅｓｉｎ 丙烯酸环氧
树脂
　含有丙烯酸成分的环氧树脂，是制
作感光性液态阻焊剂的主要原料。
ａｃｒｙｌｉｃｒｅｓｉｎ 丙烯酸树脂
　以丙烯酸或丙烯酸衍生物为单体，
聚合制得的一类聚合物，如丙烯酸酯。
常被用作挠性板材的黏合剂。
ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅｂｕｔａｄｉｅｎｅｓｔｙｒｅｎｅｒｅｓｉｎ 犃犅犛
树脂
　由丙烯丁二烯苯乙烯所组成的三
元混合树脂，电路板上的许多装配的
零件均采用ＡＢＳ镀件。同时，ＡＢＳ树
脂也是其它行业塑胶电镀的重要
基材。
ａｃｔｉｖａｔｅｄｒｅｓｉｎｆｌｕｘ 活性树脂（松香）
助焊剂
　一种由树脂和少量有机卤化物或有
机酸活化剂的混合物构成的助焊剂。
参见ｓｙｎｔｈｅｔｉｃａｃｔｉｖａｔｅｄｆｌｕｘ（合成活
性助焊剂）。
ａｃｔｉｖａｔｅｄｓｌｕｄｇｅ ｐｒｏｃｅｓｓ 活 化 污
泥法
　该方法是利用一种被称为活化污泥
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的微生物集合体对废水进行生物学处
理，通过活化污泥与废水的混合，废水
中的有机物被吸附在污泥上，而后利
用微生物的氧化分解将其除去。
ａｃｔｉｖａｔｉｎｇ 活化
　使非导电材料能进行化学沉积金属
的一种处理工艺。
ａｃｔｉｖａｔｉｎｇｌａｙｅｒ 活化层
　使非导电材料能接受化学镀的一层
材料。
ａｃｔｉｖａｔｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓ 活化分析法
　分析样品化学成分的定性和定量的
方法，其原理是用中子或其它颗粒冲
击样品，对其所形成的放射核素进行
鉴定和测定。
ａｃｔｉｖａｔｏｒ 活化剂
　一种能增进焊剂从焊接表面除去表
面氧化物能力的物质。通常是有机和
无机酸、胺和受热易分解的有机卤素
化合物或胺类卤酸盐。
ａｃｔｉｖｅｃａｒｂｏｎｔｒｅａｔｍｅｎｔ 活性炭处理
　一种用于除去镀液中杂质和有机污
染物的处理过程。即将具有强大吸附
能力的活性炭，投入电镀槽液中充分
搅拌，以使镀液中的杂质吸附于活性
炭上，再将其过滤掉的处理方法。
ａｃｔｉｖｅｄｅｖｉｃｅ 有源器件
　接收信号之后，其基本特性会发生
变化的电子元件，如模拟电路、数字电
路的二极管、三极管、晶体管以及集成
电路等。
ａｃｔｉｖｅｐａｒｔｓ 有源部件
　指半导体类的各种运动性集成电路
器或晶体管等。相对地，另有ｐａｓｓｉｖｅ
ｐａｒｔｓ（无源部件），如电阻器、电容
器等。
ａｃｔｉｖｅｓｕｂｓｔｒａｔｅ 有源衬底
　在其上制作器件，在完成所要求的
功能时本身又参与器件或电路的有源

工作的衬底，如分立平面双极型晶体
管的集电区。
ａｃｔｉｖｉｔｙ 活度
　溶液中的溶质的热力学浓度。这是
为了校正真实溶液与理想溶液性质的
偏差而使用的有效浓度。
ａｃｔｕａｌｓｉｚｅ 实际尺寸
　实际测量得到的尺寸。
ａｃｕｔａｎｃｅ 解像锐利度
　各种由感光方式所得到图像的、线
条边缘的锐利情形（ｓｈａｒｐｎｅｓｓ）。锐
利度与解像度不同，后者是指在一定
宽度距离中可以清楚地显影解出 “线
对”（是指一条线路及一个空间的组
合）的组数。
ａｄｄｉｔｉｏｎｐｏｌｙｍｅｒ 加成多聚物
　一种多聚物的形成是由许多单体组
成的，通过单体双链的断裂而使链
加长。
ａｄｄｉｔｉｏｎｒｅａｃｔｉｏｎ 加成反应
　一种化学反应。在此反应中，结合
到碳原子上的基团数增加，以使分子
更为饱和。
ａｄｄｉｔｉｖｅｍｅｔｈｏｄ 加成法
　印制板工艺中用电镀形成电路设计
图形的方法之一。它是用印刷或光刻
法形成光刻图形后，在基板的裸露部
分（这是所需的电路图形）进行电镀。
比起需要对整铜箔面进行精心刻蚀的
减成法来说，加成法的效率要高得多。
它又分为全加成法和半加成法。全加
成法是在带黏结剂、有催化剂的积层
板上直接进行化学镀图形，在抗蚀剂
形成方面有印刷法和光刻法。工艺过
程如下：首先涂覆黏结剂，而后在有催
化剂的积层板上钻孔，形成电镀抗蚀
剂电镀层（它作为抗焊剂永久保存），
最后对其进行化学镀铜。半加成法是
在钻孔后，经过化学镀图形、电镀抗蚀
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剂的形成、镀铜、镀铅锡、抗蚀剂剥离
等过程，最后进行光刻。也作ａｄｄｉｔｉｖｅ
ｐｒｏｃｅｓｓ。
ａｄｄｉｔｉｖｅｓ 添加剂
　指含有改进溶液电化学性能的少量
添加物。添加剂有适合于各种使用环
境的不同品种，例如，改善镀层光洁度
和平整度的添加剂；提高操作性的流
变学控制性添加剂；提高成膜性的添
加剂；促进交联反应等的添加剂；增强
涂覆层力学性质的添加剂；提高附着
性的添加剂和提高耐风化性等的添加
剂等。也作ａｄｄｉｔｉｏｎａｇｅｎｔ。
ａｄｄｏｎｃｏｍｐｏｎｅｎｔ 附加元件
　为了完善电子电路的功能，把离散
元件或集成封装件或芯片元件贴装到
薄膜电路上。
ａｄｄｕｃｔ 加合物
　由一种物质与另一种物质的化学加
成反应所形成的产物。
ａｄｈｅｓｉｏｎ 黏结性，胶黏力
　印制板的导电图形与绝缘基材、抗
蚀剂与铜箔、层压后的相邻绝缘基材、
字符与板面等之间紧密结合不易剥离
的特性；或者指压感胶黏剂与连接面
黏结时产生的胶黏力。
ａｄｈｅｓｉｏｎｆａｉｌｕｒｅ 黏结失效
　黏结连接断裂，导致在胶黏剂黏结
界面出现分离。
ａｄｈｅｓｉｏｎｌａｙｅｒ 黏结层
　集成电路表面金属连接盘上附着的
隔离金属的金属层。
ａｄｈｅｓｉｏｎｏｆｔｈｉｎｆｉｌｍ 薄膜附着力
　薄膜与基片之间的结合力。按薄膜
对基片的附着性质，附着力可分为范
德华力、化学键力和静电力等。其影
响因素包括基片的表面状态（含光洁
程度和结构缺疵）、基片温度、沉积方
式、沉积速率、沉积气氛、沉积材料与

基片之间的亲和力和化学反应状况、
薄膜中的应力性质和薄膜材料的热膨
胀系数等。
ａｄｈｅｓｉｏｎｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 增黏处理，附着
力增强
　为使塑料表面获得均匀且有良好结
合力的表面镀层，而对塑料表面进行
化学处理的一种工艺。
ａｄｈｅｓｉｏｎｐｒｏｍｏｔｏｒ 附着力促进剂
　在干膜或涂料中添加的某些化学
品，以增进涂覆层与基材或铜箔间的
附着力，也称附着力增强剂。
ａｄｈｅｓｉｏｎｓｔｒｅｎｇｔｈ 附着力，附着强度
　即将薄膜从基板上剥离所需的力
值。薄膜与基板界面间的结合力和薄
膜内部的应力是决定附着力大小的重
要因素。因此，存在内部应力的薄膜，
其附着力随着膜厚度的改变而变化。
要想得到强附着力的薄膜，就必须在
提高薄膜与基板界面间结合力的同
时，尽可能地减小薄膜的内部应力。
ａｄｈｅｓｉｖｅ 胶黏剂，黏结胶，贴片胶
　用于将物体固定在一起的胶质或黏
合剂。表面安装中，环氧胶黏剂用来
将表面安装器件（ＳＭＤ）与基底相
黏结。
ａｄｈｅｓｉｖｅｃｏａｔｅｄ ｃａｔａｌｙｚｅｄ ｌａｍｉｎａｔｅ
涂胶催化层压板
　一种涂覆薄聚合物涂层的基材，含
有电镀催化剂，在其后续处理中，可获
得微孔结构的表面。
ａｄｈｅｓｉｖｅｃｏａｔｅｄｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｌｍ 涂胶
黏剂绝缘薄膜
　一面或两面涂有胶黏剂，固化至Ｂ
阶的挠性绝缘薄膜，也称涂胶薄膜。
在挠性印制板制造中，单面涂胶的用
作覆盖层；双面涂胶的用作黏结层。
ａｄｈｅｓｉｖｅｃｏａｔｅｄｆｏｉｌ 涂胶铜箔
　粗糙面涂有胶黏剂的铜箔，可提高
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对基材的黏结性。
ａｄｈｅｓｉｖｅｃｏａｔｅｄｓｕｒｆａｃｅ 涂胶面
　在使用全加成法时，是指电镀前的
胶黏剂涂覆面；在使用半加成法时，是
指使用了胶黏剂的铜箔积层板的铜箔
去除面。
ａｄｈｅｓｉｖｅｃｏａｔｅｄｕｎｃａｔａｌｙｚｅｄｌａｍｉｎａｔｅ
涂胶无催化层压板
　一种涂覆薄聚合物涂层的基材，但
不含电镀催化剂，在其后续处理中，可
获得微孔结构的表面。
ａｄｈｅｓｉｖｅｅｎｅｒｇｙ 蒸镀膜附着能量
　从实验技术上来讲，由于测得的金
属蒸镀膜的金属基板表面的附着能量
较小，因而该附着力本质上可以认为
是ｖａｎｄｅｒＷａａｌｓ（范德华）力。但是，
当附着能量可与化学吸附相媲美时，
从本质上来说，它就成了金属连接
（ｍｅｔａｌｌｉｃｂｏｎｄ）。
ａｄｈｅｓｉｖｅｆａｃｅ 胶黏剂面
　使用了胶黏剂的覆铜箔层压板的去
铜箔面。亦指加成法中层压板镀覆前
的胶黏剂涂覆面。
ａｄｈｅｓｉｖｅｓｈｅｅｔ 黏结片，半固化片
　用于多层板各层连接的薄膜黏结
剂。包括玻璃布浸渍树脂的Ｂ阶半
固化片和无玻璃布的黏结片。
ａｄｈｅｓｉｖｅｓｔｒｅｎｇｔｈｏｆｔｈｉｃｋｆｉｌｍｃｏｎｄｕｃ
ｔｏｒ 厚膜导体附着力
　将导线焊接在导体上，而后对其拉
伸，使导体与基板脱离开时的力值。
测定该力值并无统一的方法。例如，
在基板上形成２ｍｍ×２ｍｍ左右的正
方形导体膜，焊接一定规格的导线（直
径 ０８ｍｍ 的 线 或 带）。而 后，以
１２ｃｍ／ｍｉｎ的速度对基板加以拉伸，
断裂时的力值就示出了导体的附着强
度。用Ａｇ系列金属作导体时，常会
因焊料和导体的相互作用使导体附着

强度减弱，因而需要对试料经过４８ｈ、
１５０℃的老化后再进行实验。
ａｄｓｏｒｂｅｄｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔ 吸附污染物
　以气体、蒸汽或冷凝液的形式而附
着在材料表面的污染物。
ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎ 吸附
　固体或液体（吸附剂）对气体或蒸汽
（吸附物）的捕集，它可以分为物理吸
附和化学吸附两种。物理吸附时，不
发生化学反应，吸附力是范德华力，吸
附时放热小，对气体无选择性，温度对
吸附影响大；化学吸附时，发生化学反
应，吸附多为原子态，吸附力是化学键
力，吸附仅在单原子层上，吸附放热
大，吸附对气体或蒸汽种类及粒子能
量有选择性。
ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ 吸附层析
　一种层析技术，根据它们的吸附性
质，将分子分开。固定相是一种固体
吸附剂，一般是以柱的形式，移动相是
水或有机溶剂，分子通过柱的移动速
率，取决于固体吸附剂对它们的吸附
程度。
ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ 吸附系数
　一种常数，在一定条件下，它表示一
种物质从层析柱上洗脱与吸附剂重量
的关系。
ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎｄｒｙ 吸附干燥
　用吸附的方法去除潮湿物体的水分
的过程。固体表面吸收气体的现象称
为吸附。在固体内部，形成点阵的每
个粒子受到周围粒子的作用力是互相
抵消的，而位于固体表面层的粒子，在
垂直于表面方向上受到的其它粒子的
作用力则不能抵消，于是固体表面层
附近就形成了表面势场，当气体分子
运动到足够靠近固体表面时，将被
吸附。
ＡＥＳ 俄歇电子光谱法
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　见ａｕｇｅｒｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ。
ａｆｆｉｎｉｔｙｅｌｕｔｉｏｎ 亲和洗脱
　一种层析技术，化合物被层析柱非
特异地吸附后，通过与配位体相结合，
而使有关的化合物被专一地洗脱
下来。
ａｇｅｉｎｇ 老化
　在电子材料、元器件及仪表设备等
的制造加工过程中或使用前，将它们
在某一特定环境（如温度、湿度、电磁
或机械应力）下放置一定时间，使物质
结构的物理和机械特性产生某些改
变，从而改善并稳定总体性能的过程。
有时也指物料的性能随着时间的推延
而发生的不可逆变化，同ａｇｉｎｇ。
ａｇｇｌｏｍｅｒａｔｉｏｎ 凝絮
　胶体溶液中所漂浮的细微粒子或羽
片等，在某种情况下会发生相互凝集
与吸附，呈现较大的粒子，其常会浮于
溶液表面或附着在槽壁、管壁等，进而
造成处理品质的不良与皮膜的劣化等
情形。因此，应尽量避免出现凝絮
现象。
ａｉｒａｇｉｔａｔｉｏｎ 空气搅拌
　镀槽溶液借助吹入空气的方式进行
搅拌，让镀液上、下交换，再配合过滤
系统的循环流动，使整个槽液的浓度
与温度趋于均匀，确保镀层质量一致
性的一种工艺辅助手段。
ａｉｒｂｅａｒｉｎｇ 空气轴承
　用在印制板制造的高速钻孔机
上。其做法是，将冷空气抽入转轴
与外套间的狭窄间隙，利用空气作
为轴承，同时将热空气抽出，以避免
升温。现行钻机的主轴已全部采用
空气轴承。
ａｉｒｆｌｏｗｉｍｐｕｌｓｅ 冲击式气流
　采用冲击式气流方法可对基板表面
的湿膜（液态光致抗蚀剂）进行迅速烘

干。其中，每一单独区域的气流及温
度均可各自进行调节。在整个工作宽
度区域中，其气流量还采用喷嘴系统，
在局部气流变化循环上加以调节。在
第一干燥区域中，湿膜中的溶剂虽已
大部分被除去，但尚未能将膜层予以
彻底定型。再将其残余溶剂于高温度
中尽数除尽，最后将光致抗蚀剂膜层
冷却到室温。经这样处理后所获得的
湿膜板面，已能达到相互叠放而不粘
板的需求。
ａｉｒｉｎｃｌｕｓｉｏｎ 气泡夹杂
　在板材进行液态材料涂覆工艺时，
常会有气泡残存在涂料中，从而对产
品的电气特性或物理特性造成不良
影响。
ａｉｒｋｎｉｆｅ 气刀
　为快速将板面吹干以减少铜面的劣
化，常在水洗清洁后的连线设备中，加
装热空气的气刀而将板面湿气迅速
赶走。
ａｉｒｓｐａｒｇｅｒ 空气搅拌
　使用直接冲入电镀槽的压缩空气，
对溶液进行搅拌。
ａｌｉｇｎｍｅｎｔｍａｒｋ 对准标记
　为易于对位，而在基板的一定区域
内标识的规范化的图形。
ａｌｉｐｈａｔｉｃｓｏｌｖｅｎｔ 脂肪族溶剂
　从石油中提取的“直链”结构溶剂，
溶解能力较低。有机化合物大体上可
分为以直连碳链状的脂肪族与含苯环
状的芳香族。其中，某些直链状分子
的有 机 溶 剂，如 乙 醇、丙 酮、丁 酮
（ＭＥＫ）、三氯乙烷等都称为脂肪族
溶剂。
ＡＬＩＶＨ 任意层内导通孔
　见ａｎｙｌａｙｅｒｉｎｎｅｒｖｉａｈｏｌｅ。
ＡＬＩＶＨｍｕｌｔｉｌａｙｅｒｐｒｉｎｔｅｄｂｏａｒｄ 任意
层内导通孔多层印制板

７ ＡＬＩＶＨ
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　由日本松下电子产品公司开发的一
种层与层之间采用导电膏填充小孔而
实现互连、没有贯通的金属化孔的积
层印制板。
ａｌｋａｌｉｎｅａｍｍｏｎｉａｅｔｃｈａｎｔ 氨 碱 蚀
刻液
　 参 见 ａｌｋａｌｉｎｅｅｔｃｈａｎｔ（碱 性 蚀
刻液）。　
ａｌｋａｌｉｎｅｃｌｅａｎｅｒ 碱性清洗液
　由苛性碱及碱性盐配制的清洗
溶剂。
ａｌｋａｌｉｎｅｄｅｇｒｅａｓｉｎｇ 化学除油
　利用碱性溶液的皂化和乳化作用，
清除制件表面油污的过程。
ａｌｋａｌｉｎｅｅｔｃｈａｎｔ 碱性蚀刻液
　以氯化铜（ＣｕＣｌ２）和氨（ＮＨ４ＯＨ）
形成的铜铵络离子为主要成分的碱性
蚀刻水溶液，也称碱性氯化铜蚀刻液
或氨碱蚀刻液。
ａｌｋａｌｉｎｅｐｅｒｍａｎｇａｎａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ 碱性
高锰酸盐溶液
　用于处理多层板内层铜环表面环氧
钻污的化学处理液。它能使铜环表面
的残留树脂被溶胀而溶解，使铜环呈
现出清洁的表面。
ａｌｋｙｌｉｍｉｄａｚｏｌ 烷基咪唑
　指一种化学药剂，它可用于铜的防
氧化处理。经过烷基咪唑液处理的铜
导体表面，可形成一种具有保护作用
的络合物膜层，该膜层具有良好的防
氧化性能。
ａｌｌｄｒｉｌｌｅｄｈｏｌｅ 全部钻孔
　指印制板中所有的导通孔都是通过
数控钻床来完成的。
ａｌｌｏｍｅｒｉｓｍ 异质同晶
　具有不同化学成分，但具有同样的
结晶形式的现象。
ａｌｌｏｙｄｉｆｆｕｓｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 合金扩散
工艺

　使掺杂金属（如Ｉｎ，又称为合金材
料）和半导体晶片（如ｎ型Ｇｅ）在氢气
或真空中加热并熔成合金来制作ｐｎ
结（或形成集成电路的欧姆接触）的一
种合金与扩散技术相结合的加工工
艺。即利用混合杂质，一次烧结同时
形成集电结（扩散结）和发射结（合
金结）。　　
ａｌｌｏｙｆｉｌｍ 合金膜
　在薄膜电路中，用作电阻的合金电
阻膜。合金膜常用镍铬合金制成。
ａｌｌｏｙｊｕｎｃｔｉｏｎ 合金结
　采用合金工艺制备出的ｐｎ结。在
早期制作的锗晶体管中多采用合金
结。由于合金结结深不易控制，结面
不够平坦，现已很少采用。
ａｌｌｏｙｐｌａｔｉｎｇ 合金电镀
　合金电镀就是将两种以上的金属电
解、共析，形成合金覆膜。例如，镀铅
锡（ＰｂＳｎ）、镀铜（ＣｕＺｎ的合金电
镀）、ＳｎＮｉ镀（俗称不锈钢电镀）及
ＳｎＣｏ电镀等。
ａｌｐｈａｅｒｒｏｒ 第一类错误
　第一种类型的错误，或原假设为真
而被拒绝的概率。
ａｌｐｈａｎｕｍｅｒｉｃｃｏｄｅ 字母数字代码
　计算机中由字母和数字符号构成的
表示信息的代码。
ＡＬＴ 交错加层技术
　见ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｌａｍｉｎａｒｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ。
ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔ（ＡＣ） 交流电
　见ＡＣ。
ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓ 备择假设
　假定两相比较的群体的期望结果之
间存在显著的差异。
ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｌａｍｉｎａｒｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＡＬＴ）
交错加层技术
　日本ＩＢＮＡｕｓｔｉｎ印制板公司发明，
一种使用具备环保安全意识的化学品
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制造高密度印制板的工艺，它有别于
表面加层电路技术。
ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｓｆｌｏｎｃｌｅａｎｅｒ 代用氟利昂
清洗剂
　用氟化合物代替氟利昂作为清洗
剂，以减少对臭氧层的破坏作用。
ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｓｏｌｖｅｎｔ 替代溶剂
　替代溶剂主要是代替那些因大气污
染、毒性等问题而不便再继续使用的
溶剂，使用替代溶剂的目的是保护臭
氧层，代替已停止生产的 ＣＦＣ１１３、
１，１，１三氯乙烷和四氯化碳等。
ａｌｕｍｉｎａｓｕｂｓｔｒａｔｅ 氧化铝基板
　含有氧化铝成分的陶瓷基板。将
Ａｌ２Ｏ３ 的烧结体用作混合ＩＣ的支撑
板是最常用的一种方式。氧化铝基板
的物理特性是在高温传导、耐热、抗折
强度、平坦度和耐药性等方面优势明
显。此外，在电气特性方面，它的介电
常数和介电损耗小，并具有较高的绝
缘电阻。氧化铝的纯度用在多层板上
时一般为９２％，用在普通厚膜上为
９６％，用在薄膜上为９９％以上。
ａｌｕｍｉｎｉｕｍｏｘｉｄｅｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ 三氧化
二铝钝化法
　采用三氧化二铝膜作保护膜的钝化
方法。这种膜抗辐射能力强，对钠离
子有良好的阻碍作用。最常用的工艺
是铝的阳极氧化，即在沉积铝金属化
层后，以光刻胶作掩模，在磷酸等溶液
中进行直流阳极氧化，使硅上除铝互
连图形以外的铝层彻底转化为透明有
孔的三氧化二铝；再用光刻胶保护所
有压焊区域，在硼酸等溶液中通电进
行阳极氧化，使除压焊区以外的全部
铝上覆盖一层无孔三氧化二铝薄膜。
ａｌｕｍｉｎｉｕｍｔｈｉｎｆｉｌｍ 铝薄膜
　一种常用的导电性良好的薄膜。其
特点是熔点低、电导率高、蒸发工艺性

好、膜层表面光滑、与介质材料结合较
牢，广泛应用于半导体集成电路与薄
膜电路。
ａｌｕｍｉｎｕｍｎｉｔｒｉｄｅｃｅｒａｍｉｃｓ 氮化铝瓷
　一种新型装置瓷。其特点是热导率
很大（约为氧化铝瓷的１０倍）、热膨胀
系数极小（近于硅）、介电性能优异。
其缺点是难于烧结。它是用高纯超细
ＡｌＮ粉，加入有机黏合剂后成形，经
高温烧结而成。它适于作大功率、高
密度、多功能电子部件的基片。
ａｌｕｍｉｎｕｍｎｉｔｒｉｄｅｓｕｂｓｔｒａｔｅ 氮 化 铝
基板
　氮化铝（ＡｌＮ）是一种自然界中没
有的人工化合物，它的性质介于共享
结合和离子结合之间。合成时，可以
在氮气流中以１８００～１９００℃的高温
加热铝矾土和碳，或者也可以直接加
热氮化铝粉。在生成的 ＡｌＮ粉末中
加入Ｖ２Ｏ３、ＣａＯ等烧结辅助剂，经过
液相烧结，制成平板。由于这类添加
物和残留的氧属于晶粒边界，因而其
热传导率比理论值低，但比铝要高出
约一 个 数 量 级。ＡｌＮ 基 板 容 易 和
Ｂ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＢａＯ、ＳｒＯ、ＣａＯ以外的氧
化物发生反应，尤其是厚膜上常用的
ＰｂＯ、Ｂｉ２Ｏ３、ＣｕＯ 等。因此，在进行
金属喷镀时要特别注意，必须使用
ＡｌＮ专用的厚膜涂浆。氮化铝除了
在热传导性方面有优势之外，它的热
膨胀系数比 Ａｌ２Ｏ３、ＢｅＯ基板还要接
近Ｓｉ；机械强度也比 Ａｌ２Ｏ３、ＢｅＯ好；
硬度比 Ａｌ２Ｏ３ 小，易于加工；因为可
以常压烧结，所以可以用于印制积层
板的制作。但是，由于它在碱性、高
温、高湿环境下欠缺化学稳定性，因
而使用时还必须考虑到环境因素的
影响。
ＡＭ 感音成像显微镜
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　见ａｃｏｕｓｔｉｃｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ。
ａｍａｌｇａｍａｔｉｏｎ 汞齐化
　将铜或铜合金等金属制件浸在汞盐
溶液中，使制件表面形成汞齐的过程。
ａｍａｌｇａｍｇｏｌｄｐｌａｔｉｎｇ 汞齐镀金
　使金和水银发生反应，形成汞合金
状态，将它涂于被镀物质表面，加热后
水银蒸发，从而形成金的覆膜。在没
有发明镀金技术以前的时代，多用这
种方法对佛像和建筑物镀金，因为当
时还不知道水银有毒，所以很多人都
因此而丧命。汞齐镀金的具体做法
是，将极细的纯金薄板放入研钵，逐滴
滴入水银，纯金结成块，而后在研钵内
搅成糊状，将其涂在待镀的部分，经过
加热，完成整道工序。
ａｍｂｅｒｌｉｔｅ 合成树脂
　一组离子交换树脂的商品名。
Ａｍｅｒｉｃａｎ ＮａｔｉｏｎａｌＳｔａｎｄａｒｄＩｎｓｔｉｔｕｔｅ
（ＡＮＳＩ） 美国标准协会
　一个民间的法人学术组织，目前对
各种工业已发布了６００多种权威而实
用的规范标准。ＡＮＳＩ并不直接制订
规范，只是将各相关机构的成文规范，
予以认可及冠上 ＡＮＳＩ字眼，只是一
种权威式的象征而已。
ａｍｏｒｐｈｏｕｓｍｅｔａｌｍｅｓｈ 非晶金属网
　印刷锡膏使用的金属网之一，也称
无定型金属网。
ａｍｏｒｐｈｏｕｓｐｏｌｙｍｅｒ 无定形聚合物
　分子结构不固定、无规则的聚合物，
亦称非结晶聚合物。
ａｍｏｒｐｈｏｕｓ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｍａｔｅｒｉａｌ
非晶半导体材料
　也称玻璃半导体材料，原子排列长
程无序而短程有序的半导体材料。
在电学和光学性能等方面都与结晶
材料相似。该类材料有很大的实用
价值，可用于制造静电复印感光膜、

摄像管光导靶、电存储阈值开关和记
忆开关元件、光开关器件和大容量存
储器、薄 膜 场 效 应 器 件 和 太 阳 电
池等。
ａｍｏｒｐｈｏｕｓｔｈｉｎｆｉｌｍ 非晶薄膜
　采用溅射法、真空蒸发法、电解法和
化学共沉淀法获得的非晶合金。非晶
薄膜除了单一成分的膜之外，还可制
成双层不同成分的膜，如ＣｏＮｉＴｉ／ＳｉＯ２
型、ＣｏＴｉ／ＳｉＯ２ 型。一 般 膜 厚 为 微
米级。
ａｍｐｅｒｅ 安（培）
　电流强度的单位，等于通过标准的
硝酸银水溶液时以每秒０００１１１８克
的速度沉积银的恒定电流，符号为Ａ。
ａｍｐｅｒｏｍｅｔｒｉｃｔｉｔｒａｔｉｏｎ 电流滴定
　一种利用电化学反应中电流变化，
指示滴定终点的化学分析方法，也称
安培滴定法。
ａｍｐｈｏｕｒ 安培小时
　电流量的实用单位，即１安培电流
经１小时所累积的电量。镀液中添加
的有机助剂常用“安培小时计”当成消
耗量的监视工具。
ａｍｐｌｉｔｕｄｅ 电压幅度
　相对于一个参考点，例如接地层所
测得的电压的量值。
ａｎａｌｏｇｃｉｒｃｕｉｔ 模拟电路
　提供输入与输出之间连续关系的电
子电路。
ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｃｏｖａｒｉａｎｃｅ 协方差分析
　一种统计学分析方法，用于测定由
于某些其它因子变化而引起的主要变
量的变化。它是一种区分在测量（数
据）中差异来源的方法，即测定所观察
各组的差异值是由于组间差异还是由
于随机差异引起的。
ａｎａｌｙｔｉｃａｌｕｌｔｒａｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ 分析超离
心机
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　一种装配有一个或多个光学系统的
高速离心机，用于测定沉降系数和分
子量及各种大分子的研究。这种离心
机能产生近似６００００ｒ／ｍｉｎ的速度和
５０００００ｇ的离心力。用于连同分析离
心机的光学系统是一种纹影（ｓｃｈｌｉｅｒ
ｅｎ）光学系统，一种吸收光学系统和一
种干 涉 量 度 （ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ）光 学
系统。
ａｎａｌｙｚｅｒ 分析器，分析仪，检偏振器
　偏振计中的尼科棱镜，用于测定平
面偏振光的旋光作用。
ａｎｃｈｏｒｉｎｇｓｐｕｒ 盘趾
　在挠性印制板中，连接盘的一部分
延伸到覆盖层下面，用来增加连接盘
与基材的牢固度。
ａｎｃｈｏｒｉｎｇｓｐｕｒｓ 着力盘趾
　为使孔环、焊盘在板面上具有更强
的附着性，可在孔环、焊盘外侧多余的
空地上，再另行加附几只盘趾，使孔
环、焊盘附着更为巩固，以减少自板面
浮离的可能。
ａｎｇｌｅｄｂｏｎｄ 角形连接
　第一个和第二个接合压痕不在一条
直线上。
ａｎｇｌｅｏｆａｔｔａｃｋ 刮印角
　在网版印刷时，行进中的刮刀面与
网版平面所形成的前倾的立体夹角。
ａｎｇｌｅｏｆｃｏｎｔａｃｔ 接触角
　液体滴落在固体的表面时，由于表
面张力的关系，其液滴的边缘与固体
的表面所形成的夹角。
ａｎｇｌｅｒｏｔｏｒ 角转头
　一种离心机转头，含溶液的管子在
其中保持固定角度。这类转头是用于
大分子的制备分级分离，也叫做角式
头（ａｎｇｌｅｈｅａｄ）。
ａｎｇｓｔｒｏｍｕｎｉｔ 埃单位
　等于１０－１０ｍ的长度，用于描述原子

和分子的大小。
ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅａｄｈｅｓｉｖｅｓ 单
向导电黏结剂，各向异性导电黏结剂
　黏结剂的一种。进行黏结时，在黏
结的方向上保持导电性，而垂直的方
向上则保持绝缘性。该黏结剂也用于
具有相同节距的连接端子的零件间的
电气连接。下面是两个应用实例：（１）
将金属线（导电纤维）纵向埋入作为母
材的绝缘材料硅橡胶中。硅橡胶的厚
度为０２～０８ｍｍ，金属为铜合金，线
直径为３０μｍ。进行黏结后，使其整体
具有弹性。（２）在厚度为２０～３０μｍ的
绝缘黏结剂中并行排列 直 径 ５～
１０μｍ、长约５０～１００ｍｍ的碳纤维。夹
住该平板，在要连接的电极之间加压、
加热。由于碳纤维的存在，上下电极
间产生了电气连接。如果需要降低电
阻，也可以用直径５～１５μｍ的导电粒
子来代替碳纤维。导电粒子有软钎料
粒子、电镀树脂的粒子等。
ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅｃｏｎｔａｃｔ 单向
导电接触，各向异性导电接触
　使用使金、银、镍、软钎料等导电粒
子均匀分布的单向导电膜或导电贴的
电气连接。加压时，可在加压方向上
形成电气连接。
ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅｆｉｌｍｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
（ＡＣＦＣ） 单向导电膜安装，各向异性
导电膜连接
　采用方向各异的导电胶，通过热压，
在热压方向上产生导电性，使芯片的
凸点电极与基板或印制电路板上镀金
电极表面黏结，而其它方向呈现绝缘
性，因而无需进行填充树脂固化。
ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｅｔｃｈｉｎｇ 单向蚀刻，各向
异性蚀刻
　印制板在蚀刻过程中，只出现垂直
于铜箔方向的正蚀，而不发生横向侧
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